...vom CAD-Design zur Baugruppe

CAD-Bibliothek, Routingstrategien, Leiterplatten- und Baugruppenproduktion

Seminarablauf

Montag, 19.01.2015

10:00
10:15

12:30

13:30

15:00
15:30

17:00

Einschreibung

Bibliothekselemente des CAD-Systems,
allgemeine Leiterplattentechnologien,
klassische und spezielle Lagenaufbauten fur
Baugruppen, Strategien fur die Montage von
elektronischen Komponenten, Léten, Bonden,
Einpressen, Bauformen, THT, SMT, Grund-
raster und Koordinatensysteme, Padstacks
Mittagspause

CAM-Bearbeitung, Auftragslogistik fur die
Leiterplattenfertigung, Ordnungssysteme,
Filesyntax, Datatransfer, Produktionsablaufe,
Basismaterialien, Prepregs, Laminate
Kaffeepause

Bohrklassen, Aspect Ratio fur Bohrungen,
Toleranzraume, Grenzwertberechnungen fir
Viapadgeometrien am CAD-System, Kontak-
tierungsstrategien, Blind Vias, Buried Vias
Ende des ersten Tages

Einladung zum gemeinsamen Abendessen

Dienstag, 20.01.2015

08:30

10:00
10:15

12:30
13:30
15:00
15:30

17:00

Galvanotechnik, Hulsenkupfer, Metallisierung,
Leiterplattenoberflachen, Grundgeometrien fiir
Leiterbilder, Berechnung und Interpretation von
Querschnitten, Funktionsflachen fir die
Montage von Bauteilen, Rickatzung
Kaffeepause

Reale Lagenaufbauten, Layer Stackups am
CAD-System, Parametrisierung, Routing
Constraints fiir einfache und komplexe
Leiterplatten

Mittagspause

Tutorial Lagenaufbaudokumentation
Kaffeepause

Praxis in den Laboren

Manueller Lotpastendruck, manuelle
Bestlickung, Wellenldten, Selektivitten

Ende des zweiten Tages

Mittwoch, 21.01.2015

08:30

10:00
10:15

12:30
13:30

17:00

Bleifreies Léten, Loétmetallurgie, Létober-
flachen, Lote, Lotpasten, Flussmittel,
Lotwarmebestandigkeit, passive und aktive
Bauelemente, Bauformen, Trends, Handling,
Fehlermechanismen

Kaffeepause

Baugruppenfertigung, Lotpastenapplikation,
Bestlickung, Lotprofile und Lotwarmebelastung
der Leiterplatte, Lotverfahren: Reflow, Welle,
Selektiv, Rework, manuell

Mittagspause

Baugruppenfertigung in der ISIT-Linie
ISIT-Uhr inkl. 01005 Bauelemente, Lotpasten-
applikation mittels Druck und Jetprinten, 3D-
Pasten AOI, Bestiickung, Konvektions- und
Dampfphasenléten, Temperaturprofilierung,
Rework

Ende des dritten Tages

Donnerstag, 22.01.2015

08:30

10:00
10:15

12:30
13:30
15:00
15:30

17:00

Fertigungsgerechtes und kostenoptimiertes
Leiterplattendesign aus Sicht der Elektronik-
fertigung, Bruckenschlag zwischen Design und
Fertigung, Richtlinien, Nutzentrennverfahren,
Einfluss der Nutzentrennung auf die Bau-
gruppenqualitéat, Dehnungsmessung
Kaffeepause

Baugruppen- und Fehlerbewertung,
Inspektionskriterien, Analyseverfahren,
Untersuchungsmethodik, bleifreie Létstellen
Mittagspause

Tutorial Impedanzberechnung

Kaffeepause

Konstruktion des Fan-Outs fur BGAs, Berech-
nungen fur die Platzierung von ViasIinPads,
Geometrien fur Rickstrome auf Powerplanes
Ende des vierten Tages

19. - 23. Januar 2015

Freitag,

08:30
10:00
10:15

12:30
13:30

14:30
15:00

23.01.2015

Datatransfer via Gerber, Datenformat
Kaffeepause

Tutorial Layoutanalyse, Beurteilung der
Prozessierbarkeit einer Leiterplatte/Baugruppe
Mittagspause

Praxis in den Laboren

Zerstorungsfreie Prifung

opt. Inspektion, 2D- und 3D-Rontgenprifung,
Akustikmikroskopie, REM/EDX

Zerstérende Priftechniken

metallografische Verfahren zur Darstellung der
Geflige von Létverbindungen
Abschlussdiskussion

Ende der Veranstaltung

Bitte beachten Sie: Da wir die Labore im
Tagesbetrieb besuchen, sind Anderungen in
der Ablaufreihenfolge mdglich.

Ubersicht zu den Praxis-Laboren:

Labor A

Labor B

Labor C

Labor D

Labor E

Lotpastendruck und Besttickung

Manueller Pastendruck, manuelle
Bestlickung

Wellenltten, Selektividten

Doppelwelle, Wellenformen und
Anwendungen, Flussmittel, Lotprofile
Baugruppenfertigung in der ISIT-Linie,
Aufbau ISIT-Uhr inkl. 01005 Bauelemente,
automatische Lotpastenapplikation mittels
Druck und Jetprinten, 3D-Pasten AQOI,
Konvektions-und Dampfphasenléten,
Temperaturprofilierung, Létwarmebelastung
Zerstérungsfreie Prufung, Inspektion, 2D-
Roéntgenprifung und Nano-CT (3D-
Computertomografie), Akustikmikroskopie,
REM/EDX, Rickstandsprufung
Zerstorende Pruftechniken, Zug- und
Schertest, metallografische Verfahren zur
Darstellung der Geflige von Létverbindun-
gen, Lichtmikroskopie, Kontrastierverfahren



...vom CAD-Design zur Baugruppe

Seminarleitung
Helge Schimanski (1SIT)
Arnold Wiemers (LeiterplattenAkademie)

Kosten

2.480,- EUR

Im Preis inbegriffen sind die Kursunterlagen,
Pausengetranke und Mittagessen.

Veranstaltungsort
Fraunhofer ISIT, FraunhoferstralRe 1, 25524 ltzehoe

Dauer
5 Tage
Beginn Montag 10:00 Uhr
Ende Freitag 15:00 Uhr

Teilnehmerzahl
Maximal 16 Personen

Buchung

Fraunhofer ISIT

Marion Rosemann
Fraunhoferstr. 1, 25524 ltzehoe
Tel.: 04821/ 17 42 15

Fax: 04821 /17 42 50
www.isit.fraunhofer.de
seminarteam@isit.fraunhofer.de

LA - LeiterplattenAkademie GmbH
Frau Kathrin Fechner

Krefelder Straf3e 18, 10555 Berlin
Tel.: 030/34 351899

Fax: 030/34 3519 02

www. leiterplattenakademie.de
anmeldung@leiterplattenakademie.de

Weitere Seminarangebote entnehmen Sie unserem
Programm. Wir fihren auch InHouse-Seminare im
Kundenauftrag durch. Sprechen Sie uns gerne an.

Hotel

Fur Ubernachtungen empfehlen wir das Hotel Mercure
Klosterforst Itzehoe. Die aktuellen Firmenkonditionen
erfragen Sie bitte bei uns.

Anmeldungen sind bis zum 5. Januar 2015 erbeten

Anmeldung

Hiermit melden wir folgende Person(en) verbindlich zu
dem Seminar und Tutorial "...vom CAD-Design zur
Baugruppe" an:

Ich erklare mich damit einverstanden, dass meine Daten zwecks
Erstellung einer Teilnehmerliste an andere Teilnehmer weiterge-
geben werden und dass Fotos, die wahrend des Seminars aufge-
nommen werden, verdffentlicht werden durfen (ggf. bitte streichen).

Firmenstempel, Datum und rechtsverbindliche Unterschrift

Datum, Unterschrift

Zulassung zur Veranstaltung nur nach Eingang der Teilnahme-
gebihr. Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen der
Fraunhofer-Gesellschaft. Stornogebiihren bis 2 Wochen vor der
Veranstaltung 20 %, danach 100 % des Rechnungsbetrags; die
Anmeldung kann jedoch auf Ersatzteilnehmer Ubertragen werden.
Der Veranstalter behalt sich kurzfristige Programmanderungen sowie
Absage aus unvorhersehbaren Griinden vor.

Seminar und Tutorial

. vom CAD-Design zur Baugruppe

CAD-Bibliothek, Routingstrategien,
Leiterplatten- und Baugruppenproduktion

19. - 23. Januar 2015 in Itzehoe

\

~Z Fraunhofer
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//LeiterplattenAkademie

LA - LeiterplattenAkademie GmbH, Berlin



